Zatacznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna urzadzenia do wykonywania miekkiej oprawy klejonej

URZADZENIE MUSI SPELNIAC NASTEPUJACE MINIMALNE PARAMETRY:

L.p. Wybrane cechy oferowanego urzadzenia
1 | Automatyczny pomiar parametréw wktadu pod bigowanie oktadki
2 | Wydajnos¢ powyzej 620 cykli na godzine (300 opraw na godzine )
3 | Aplikacja szybkoschnacego kleju poprzez watki ( EVA)

4 | Panel sterowania z dotykowym ekranem

5 | Maksymalny rozktad wktadu 380 mm x 380 mm

6 | Minimalny rozktad wktadu 100 mm x 100 mm

7 | Mozliwos¢ wykonywania oprawy miekkiej z tzw. ,skrzydetkami”

8 | Mozliwos¢ klejenia bloczkow z oktadka

9 | Mozliwo$¢ klejenia bloczkéw bez oktadki

10 | Zakres gramatur oktadek 80- 300 g/m?

11 | Minimalny rozktad okfadki 110 mm x 220 mm

12 | Maksymalny rozmiar oktadki 380 mm x 750 mm

13 | Grubo$¢ wktadu od 1 mm do 60 mm

14 | Gleboko$¢ frezowania od 0 do 3 mm

15 | Zakres gramatury wktadu od 80 do 160 g/m?

16 | Minimalny rozmiar wktadu przy klejeniu bloczkéw 60 mm x 90 mm
17 | Maksymalny rozmiar wktadu przy klejeniu bloczkow 385 mm x 320 mm
18 | Listwowe bigowanie oktadek . Minimum 8 big

19 | Wymiary oklejarki 350 cm x 350 cm

20 | Zasilanie 380/400 V, 12A

21 Gwarancja na okres co najmniej 36 miesiecy







